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мультиплексной системы датчиков измерения дефектов формы.. № 10, с. 174

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Ю. Ковалевский. �Совершенствование законодательства 
в области ценообразования на продукцию, поставляемую по 
ГОЗ. Заседание Секции по военно-промышленной политике и 
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космической связи. Часть 2..................................................................№ 4, с. 68
С. Сковородников, Д. Семенов. �Разработка  
и моделирование СВЧ-фильтра с контактами типа flip-chip................№ 4, с. 72
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